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pb tec solutions: Verpackungslösungen 

Komponenten effizient verpacken

Pb tec solutions stellt Verpa-
ckungslösungen von Rossmann 
Automation & Engineering vor: 
Das manuelle Gurtungssystem 
BGM-lite und die automatische 
Lösung BVA-1300. BGM-lite ist 
eine kompakte Blistergurt-Ver-
packungsmaschine für den Ein-
stieg in das Verpacken von Elek-
tronikbauteilen. Die robuste 
Bauweise erlaubt unkompli-
ziertes Rüsten und Verpacken 
von Blistergurten mit 8 bis 200 
mm Breite. Die Maschine ist 
sofort einsatzbereit und er-
möglicht das Verpacken in Blis-
tergurte in normgerechter oder 

abweichender Gurtausrich-
tung. Der Blistergurt-Verpa-
ckungsautomat BVA-1300 eig-
net sich für große Stückzahlen. 
Mit automatischem Spulen-
wechsel und integrierter Ins-
pektionstechnik bietet die Ma-
schine hohe Autarkie auf klei-
ner Fläche und verarbeitet Gur-
te von 12 bis 120 mm Breite. 
Auch das Trayhandling sowie 
Umverpacken aus und in Trays 
ist möglich. Der Verpackungs-
automat lässt sich in Ferti-
gungslinien integriert oder ei-
genständig einsetzen.
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